Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne zestawu do centrowania i łączenia płytek (aligner + bonder).
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić
	

	6.
	Cechy urządzenia
	zestaw dwóch urządzeń umożliwiający centrowanie i łączenie płytek podłożowych (aligner + bonder) lub jedno zintegrowane urządzenie realizujące obie te funkcje 
	opisać
	

	7.
	Centrowanie płytek
	możliwość centrowania w świetle widzialnym (płytki przeźroczyste) i w podczerwieni 
	potwierdzić i opisać


	

	
	
	a) precyzja centrowania ≤ 2um

b) precyzja centrowania ≤ 1um 
	podać

podać
	

	8.
	Dostępne tryby łączenia płytek
	a) anodowy, 

b) eutektyczny, 

c) przy użyciu kleju (adhesive),

d) przy użyciu rozpylonego szkła (glass frit), 

e) bezpośredni (direct fusion bonding),

f) niskotemperaturowy (ang. low temperature bonding)
	potwierdzić i opisać
	

	9.
	Dodatkowe wymagania dotyczące procesu bondingu
	a) możliwość łączenia zestawów trzech płytek

b) możliwość łączenia płytek z wytrawionymi strukturami 3D (np. membranami)
	potwierdzić

potwierdzić
	

	10.
	Wielkość płytek
	a) możliwość centrowania i łączenia płytek o średnicy 75 i 100 mm

b) możliwość rozbudowy systemu o centrowanie i łączenie płytek o średnicy 150 mm 
	potwierdzić

potwierdzić
	

	11.
	Grubość łączonych płytek 
	a) 0.3 – 3.0 mm, 

b) maksymalna łączna grubość zestawu łączonych płytek  ≥ 6mm
	potwierdzić

potwierdzić


	

	12.
	Stolik grzany
	a) maks. temperatura ≥ 500°C

b) dokładność nastawy ≤ 1°C 

c) jednorodność temperatury +/-3°C dla 100mm płytki Si dla temperatury 400°C 

d) grafitowy stolik do bondingu anodowego
	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić i opisać

potwierdzić
	

	13.
	Maksymalna siła docisku 
	3.5kN - 7 kN
	podać
	

	
	
	> 7kN
	
	

	14.
	System próżniowy 
	a) System pomp bezolejowych

b) min. ciśnienie ≤ 1x10-4 mBar


	potwierdzić

potwierdzić
	

	15.
	Praca przy podwyższonym ciśnieniu 
	brak trybu (lub poniżej 2 Bar)
	podać
	

	
	
	≥ 2 bar
	
	

	16.
	Parametry bondingu anodowego
	a) maksymalne napięcie ≥ 2000V

b) maksymalny prąd ≥ 40mA
	podać

podać
	

	17.
	System kontroli urządzenia
	System komputerowy wraz z oprogramowaniem powinien zapewniać sterowanie urządzeniem i kontrolę procesu bondingu.


	potwierdzić


	

	18.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	Test przeprowadzony na płytkach o średnicy 100mm dostarczonych przez sprzedawcę. Test będzie obejmował tryby łączenia płytek wymienione w punkcie 8 tabeli.


	potwierdzić
	

	19.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 20 tygodni
	zapewnione
	podać
	

	20.
	Szkolenie dwóch osób, w miejscu instalacji urządzenia
	zapewnione
	potwierdzić
	

	21.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić
	

	22.
	Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	23.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	24.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	25.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	26.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy
	Minimum 12 miesięcy liczone od daty odbioru technicznego
	podać


	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
2

